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1.1 Область применения

Данный стандарт является сборником требований к
визуальному качеству электронных сборок.

Данный документ представляет критерии приемки при
изготовлении электрических и электронных сборок.
Исторически, стандарты по сборке электроники содержали
более полные материалы для изучения принципов и подходов.
Для более полного понимания рекомендаций и требований
данного документа рекомендуется его использовать
совместно с документами IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820
и IPC J-STD-001.

Критерии данного стандарта не предназначены ни для
определения процессов сборки электронных устройств,
ни для подтверждения необходимости ремонта / внесения
изменений либо замены продукции клиента. К примеру,
наличие критерия приклейки компонентов не предполагают,
не подтверждают и не требуют использования приклейки,
изображение навитого по часовой стрелке вывода не
предполагает, не подтверждает и не требует, что все
выводы и провода должны быть навиты по часовой
стрелке.

Пользователям данного стандарта следует быть хорошо
осведомленными о применимых требованиях документа
и о способах их применения.

Следует обеспечивать ведение и хранение объективных
свидетельств, подтверждающих данные знания. При
недоступности объективных свидетельств организации
следует проводить периодический контроль навыков
персонала для надлежащего определения визуальных
критериев приемки.

Стандарт IPC-A-610 включает в себя критерии, выходящие
за пределы стандарта IPC J-STD-001 – манипулирование,
механические и другие квалификационные требования.
Смежные документы указаны в таблице 1-1.

1 Критерии приемки электронных сборок

Вступительное слово
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